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(57)【要約】
【課題】ブレードの厚さ精度に優れ、歩留まりが高く、
耐熱性に優れた長寿命の切断用ブレード、及び該切断用
ブレードの製造方法の提供を目的とする。
【解決手段】特定のポリイミド樹脂を含有する樹脂ボン
ド相１６中に砥粒１８が分散された円形薄板状の薄刃砥
粒層１２を有し、薄刃砥粒層１２が、特定のポリアミッ
ク酸と砥粒を含む樹脂組成物が円形薄板状に成型され、
加熱処理されて、前記ポリアミック酸が前記ポリイミド
樹脂に変換されて形成された厚みが０．０５～０．５ｍ
ｍの層である切断用ブレード１０。また、前記ポリアミ
ック酸と砥粒１８を含む樹脂組成物を薄板状にシート成
型し、円形状にくり抜いて薄刃砥粒層前駆体を得る成型
工程と、前記薄刃砥粒層前駆体を加熱処理し、前記ポリ
アミック酸を前記ポリイミド樹脂に変換して薄刃砥粒層
１２を形成する加熱処理工程と、を有する切断用ブレー
ド１０の製造方法。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下式（１）で表されるポリイミド樹脂を含有する樹脂ボンド相中に砥粒が分散された円
形薄板状の薄刃砥粒層を有する切断用ブレードであって、
　前記薄刃砥粒層が、下式（２）で表されるポリアミック酸と砥粒を含む樹脂組成物が円
形薄板状に成型され、加熱処理されて、前記式（２）で表されるポリアミック酸が前記式
（１）で表されるポリイミド樹脂に変換されて形成される層であり、厚みが０．０５～０
．５ｍｍであることを特徴とする切断用ブレード。
【化１】

（ただし、式（１）、（２）中、ｎは３０～２００の整数である。）
【請求項２】
　下式（１）で表されるポリイミド樹脂を含有する樹脂ボンド相中に砥粒が分散された円
形薄板状の薄刃砥粒層を有する切断用ブレードの製造方法であって、
　下式（２）で表されるポリアミック酸と砥粒を含む樹脂組成物を薄板状にシート成型し
た後、円形状にくり抜いて薄刃砥粒層前駆体を得る成型工程と、
　前記薄刃砥粒層前駆体を加熱処理して、前記式（２）で表されるポリアミック酸を前記
式（１）で表されるポリイミド樹脂に変換して前記薄刃砥粒層を形成する加熱処理工程と
、を有することを特徴とする切断用ブレードの製造方法。

【化２】

（ただし、式（１）、（２）中、ｎは３０～２００の整数である。）
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、切断用ブレード及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体製品等に用いられる酸化アルミニウムや石英、ガラス、水晶等の硬脆材料からな
る被加工材に溝を形成する溝加工、切断して個片化する切断加工等においては、高い精度
で加工できることから、樹脂ボンド相中に砥粒が分散された円形薄板状の薄刃砥粒層を有
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する切断用ブレードが広く用いられている。
　例えば、フェノール樹脂やポリイミド樹脂を主成分とする樹脂ボンド相に、ダイヤモン
ドやｃＢＮ（立方晶窒化ホウ素）からなる砥粒が分散された円形薄板状の薄刃砥粒層を有
する切断用ブレードが知られている（例えば、特許文献１）。
【０００３】
　このような切断用ブレードは、例えば、フェノール樹脂やポリイミド樹脂と砥粒を含む
スラリー化した樹脂組成物をシート成型し、乾燥した後に、薄板状の薄刃砥粒層から円形
状の薄刃砥粒層をくり抜く方法により得られる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－６２００９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、フェノール樹脂を用いて樹脂ボンド相を形成する方法では、充分な寿命を有す
る切断用ブレードを得ることが困難である。また、ポリイミド樹脂を用いて樹脂ボンド相
を形成する方法では、耐熱性に優れた長寿命の切断用ブレードが得られるものの、ブレー
ドの厚さ精度を充分に高めることが困難であり、充分な歩留まりが得られ難い。
【０００６】
　本発明は、ブレードの厚さ精度に優れ、歩留まりが高く、耐熱性に優れた長寿命の切断
用ブレード、及び該切断用ブレードの製造方法の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の切断用ブレードは、下式（１）で表されるポリイミド樹脂を含有する樹脂ボン
ド相中に砥粒が分散された円形薄板状の薄刃砥粒層を有する切断用ブレードであって、
　前記薄刃砥粒層が、下式（２）で表されるポリアミック酸と砥粒を含む樹脂組成物が円
形薄板状に成型され、加熱処理されて、前記式（２）で表されるポリアミック酸が前記式
（１）で表されるポリイミド樹脂に変換されて形成される層であり、厚みが０．０５～０
．５ｍｍであることを特徴とする。
【０００８】
【化１】

（ただし、式（１）、（２）中、ｎは３０～２００の整数である。）
【０００９】
　本発明の切断用ブレードの製造方法は、前記式（１）で表されるポリイミド樹脂を含有
する樹脂ボンド相中に砥粒が分散された円形薄板状の薄刃砥粒層を有する切断用ブレード
の製造方法であって、
　前記式（２）で表されるポリアミック酸と砥粒を含む樹脂組成物を薄板状にシート成型
した後、円形状にくり抜いて薄刃砥粒層前駆体を得る成型工程と、
　前記薄刃砥粒層前駆体を加熱処理して、前記式（２）で表されるポリアミック酸を前記
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、を有することを特徴とする方法である。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の切断用ブレードは、ブレードの厚さ精度に優れており、歩留まりが高く、また
耐熱性に優れ、長寿命である。
　また、本発明の切断用ブレードの製造方法によれば、高いブレードの厚さ精度が得られ
、高い歩留まりで、耐熱性に優れた長寿命の切断用ブレードを製造できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の切断用ブレードの一例を示した側面図である。
【図２】図１の切断用ブレードのＡ－Ａ断面である。
【図３】図２の切断用ブレードにおけるＢ部分の拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
＜切断用ブレード＞
　本発明の切断用ブレードは、例えば、半導体デバイス（電子材料部品）等に用いられる
硬脆材料（酸化アルミニウム、炭化珪素、石英、ガラス、水晶等）からなる被加工材の切
断加工、溝加工等に使用されるものである。特に、発振子等、狭ピッチで溝加工する必要
がある分野や、複数の製品が連なった形態の大型の製品前駆体を形成した後に、該製品前
駆体を切断して個片化することで各々の製品を得る製造方法を採用する電子材料製造分野
に適している。
【００１３】
　以下、本発明の切断用ブレードの一例である切断用ブレード１０について、図１～３に
基づいて説明する。
　切断用ブレード１０は、図１及び図２に示すように、軸線Ｏを中心とした円形薄板状の
薄刃砥粒層１２を有する。薄刃砥粒層１２における外周面１２ａ、軸線Ｏと垂直な両方の
側面１２ｂ，１２ｂにおける外周縁部、及び外周面１２ａと側面１２ｂ，１２ｂが交差す
るエッジ部１２ｃ，１２ｃによって形成される外周端１２ｄが切れ刃として働く。
【００１４】
　薄刃砥粒層１２の中央部には、薄刃砥粒層１２の軸線Ｏを中心とした円形の取付孔１４
が薄刃砥粒層１２の厚さ方向（図２における左右方向）に貫通するように形成されている
。特に図示しないが、切断用ブレード１０は、薄刃砥粒層１２がフランジを介して切断装
置の主軸に取り付けられ、薄刃砥粒層１２が軸線Ｏ回りに回転されつつ、該軸線Ｏに垂直
な方向に送り出される。この回転した状態の薄刃砥粒層１２の外周端１２ｄ（切れ刃）に
おけるフランジから突出した部分を被加工材に接触させることで、該被加工材に溝を形成
したり、切断したりすることができる。
【００１５】
　薄刃砥粒層１２は、図３に示すように、下式（１）で表されるポリイミド樹脂（以下、
「ポリイミド樹脂（１）」という。）を含有する樹脂ボンド相１６と、樹脂ボンド相１６
に分散された砥粒１８を有している。切断用ブレード１０は、薄刃砥粒層１２が、下式（
２）で表されるポリアミック酸（以下、「ポリアミック酸（２）」という。）と砥粒１８
を含む樹脂組成物が円形薄板状に成型され、加熱処理されることにより、ポリアミック酸
（２）がポリイミド樹脂（１）に変換されて形成される層であり、厚みが０．０５～０．
５ｍｍであることを特徴とする。すなわち、薄刃砥粒層１２が、成型後にポリアミック酸
（２）から変換されたポリイミド樹脂（１）を樹脂結合剤とする樹脂ボンド相１６に砥粒
１８が分散された層であり、厚みが０．０５～０．５ｍｍであることを特徴とする。
【００１６】
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【化２】

【００１７】
　ただし、式（１）、（２）中、ｎは３０～２００の整数である。式（１）、（２）にお
けるｎは、５０～２００の整数が好ましく、１００～２００の整数がより好ましい。
【００１８】
　樹脂ボンド相１６は、ポリアミック酸（２）が加熱処理によって変換されたポリイミド
樹脂（１）に加えて、該ポリイミド樹脂（１）以外の他の樹脂を含有してもよい。前記他
の樹脂としては、フェノール樹脂等が挙げられる。
　樹脂ボンド相１６に含有される全ての樹脂（１００体積％）に対するポリイミド樹脂（
１）の割合は、８０体積％以上が好ましく、９０体積％以上がより好ましく、１００体積
％が特に好ましい。ポリイミド樹脂（１）の割合が前記下限値以上であれば、優れた耐熱
性を有する長寿命な切断用ブレード１０となる。
【００１９】
　砥粒１８は、樹脂ボンド相１６中に均一に分散されており、樹脂ボンド相１６によって
薄刃砥粒層１２に保持されている。
　砥粒１８としては、例えば、ダイヤモンド砥粒、ｃＢＮ（立方晶窒化ホウ素）砥粒等が
挙げられ、ダイヤモンド砥粒及びｃＢＮ砥粒の少なくとも一方が好ましい。
　薄刃砥粒層１２の樹脂ボンド相１６中には、さらに、炭化タングステン（ＷＣ）、酸化
亜鉛等のフィラーが分散されていてもよい。また、薄刃砥粒層１２には、シランカップリ
ング剤等の添加剤が含有されていてもよい。
【００２０】
　薄刃砥粒層１２中の砥粒１８の集中度は、２５～２００が好ましく、５０～１２５がよ
り好ましい。砥粒１８の集中度が前記下限値以上であれば、切断用ブレード１０の寿命が
長くなる。砥粒１８の集中度が前記上限値以下であれば、切断用ブレード１０の切れ味が
良好になる。
【００２１】
　薄刃砥粒層１２の樹脂ボンド相１６中にフィラーを分散させる場合、樹脂ボンド相１６
とフィラーの合計量に対するフィラーの割合は、５～６０体積％が好ましく、２０～４０
体積％がより好ましい。フィラーの割合が前記下限値以上であれば、ブレード寿命が長く
なる。フィラーの割合が前記上限値以下であれば、切れ味が良くなる。
【００２２】
　薄刃砥粒層１２は、軸線Ｏ側から外周端１２ｄまで厚さが均一になっている。
　薄刃砥粒層１２の厚さは、０．０５～０．５ｍｍであり、０．１～０．３ｍｍが好まし
い。
　薄刃砥粒層１２の直径は、２５～１００ｍｍが好ましく、５０～８０ｍｍがより好まし
い。
【００２３】
　切断用ブレード１０は、薄刃砥粒層１２の樹脂ボンド相１６にポリイミド樹脂（１）を
用いているため、優れた耐熱性を有し、長寿命である。また、ポリアミック酸（２）を用
いた成型後、加熱処理によってポリアミック酸（２）をポリイミド樹脂（１）に変換する
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ことで薄刃砥粒層１２を形成しているため、ブレードの厚さ精度に優れており、歩留まり
が高い。
　なお、本発明の切断ブレードは、薄刃砥粒層が、ポリアミック酸（２）を用いた成型後
、加熱処理によってポリアミック酸（２）をポリイミド樹脂（１）に変換することで形成
された層であれば、前記切断用ブレード１０には限定されない。例えば、切断用ブレード
１０では薄刃砥粒層１２が１層であるが、薄刃砥粒層が複数積層されていてもよい。
【００２４】
＜切断用ブレードの製造方法＞
　以下、本発明の切断用ブレードの製造方法の一例として、前記した切断用ブレード１０
の製造方法について説明する。
　切断用ブレード１０の製造方法としては、例えば、下記の成型工程、圧縮工程、加熱処
理工程及び仕上げ工程を有する方法が挙げられる。
　成型工程：ポリアミック酸（２）と砥粒１８を含む樹脂組成物を薄板状にシート成型し
た後、円形状にくり抜いて薄刃砥粒層前駆体を得る工程。
　圧縮工程：前記薄刃砥粒層前駆体を圧縮成型する工程。
　加熱処理工程：前記薄刃砥粒層前駆体を加熱処理して、ポリアミック酸（２）をポリイ
ミド樹脂（１）に変換して薄刃砥粒層１２を形成する工程。
　仕上げ工程：薄刃砥粒層１２を所定の形状に整える仕上げ加工を施して切断用ブレード
１０を得る工程。
【００２５】
（成型工程）
　例えば、ポリアミック酸（２）と砥粒１８を含む樹脂組成物を、ドクターブレード法に
よりシート成型して薄板状とし、乾燥した後に円形状にくり抜くことで、円形薄板状の薄
刃砥粒層前駆体を得る。
　前記樹脂組成物は、ポリアミック酸（２）及び必要に応じて使用する他の樹脂を含む樹
脂成分を溶媒に加えて溶解し、その樹脂溶液に、砥粒１８及び必要に応じて使用するフィ
ラーを添加してスラリーとすることで得られる。前記樹脂組成物には、本発明の効果を損
なわない範囲内であれば、ポリイミド樹脂（１）を含有させてもよい。前記樹脂組成物に
は、シランカップリング剤を配合してもよい。
　前記溶媒としては、シート成型が可能な樹脂組成物が得られるものであれば特に限定さ
れず、例えば、ジメチルアセトアミド（ＤＭＡｃ）等が挙げられる。
【００２６】
　樹脂組成物中の溶媒の含有量は、７０～９０質量％が好ましく、８０～９０質量％がよ
り好ましい。溶媒の含有量が前記下限値以上であれば、シート成型性が良好になる。溶媒
の含有量が前記上限値以下であれば、シート成型後の乾燥が容易になる。
【００２７】
　樹脂組成物中の樹脂成分と砥粒１８の含有量は、形成される薄刃砥粒層１２における砥
粒１８の集中度が前記範囲になる量であればよい。
　樹脂組成物中の樹脂成分（１００体積％）に対するポリアミック酸（２）の割合は、８
０体積％以上が好ましく、９０体積％以上がより好ましく、１００体積％が特に好ましい
。前記ポリアミック酸（２）の割合が前記下限値以上であれば、ブレードの厚さ精度が高
く、歩留まりが高くなる。
【００２８】
　また、フィラーを使用する場合、樹脂組成物中の樹脂成分とフィラーの合計量に対する
フィラーの割合は、５～６０体積％が好ましく、２０～４０体積％がより好ましい。
【００２９】
　シート成型後の成型体を乾燥する方法としては、特に限定されず、加熱乾燥等が挙げら
れる。
　シート成型後の薄板状の成型体から、円形薄板状の薄刃砥粒層前駆体をくり抜く方法は
、特に限定されず、既存の装置を用いた公知の方法を採用できる。
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　成型工程における薄刃砥粒層前駆体の厚さは、０．０５～０．５ｍｍが好ましく、０．
１～０．４ｍｍがより好ましい。
　また、成型工程における薄刃砥粒層前駆体の直径は、３０～１５０ｍｍが好ましく、６
０～１００ｍｍがより好ましい。
【００３０】
（圧縮工程）
　成型工程で得られた薄刃砥粒層前駆体を圧縮成型する。
　圧縮成型する方法は特に限定されず、例えば、ホットプレス機により、温度２００～２
５０℃、圧力１００～２００ｋｇ／ｍｍ２で３０～６０分間圧縮成型する方法が挙げられ
る。
　圧縮成型後の薄刃砥粒層前駆体の厚さは、０．０５～０．５ｍｍが好ましく、０．０５
～０．４ｍｍがより好ましい。
【００３１】
（加熱処理工程）
　圧縮成型後の薄刃砥粒層前駆体を、例えば電気炉（オーブン）等に収容して加熱処理し
、薄刃砥粒層前駆体中のポリアミック酸（２）をポリイミド樹脂（１）に変換することに
より、ポリイミド樹脂（１）を含有する樹脂ボンド相１６中に砥粒１８が分散された薄刃
砥粒層１２を形成する。
　加熱処理は、大気雰囲気中で実施できる。
【００３２】
　加熱処理工程における加熱温度は、２５０～４３０℃が好ましく、３５０～４２０℃が
より好ましく、４００～４２０℃がさらに好ましい。加熱温度が下限値以上であれば、ポ
リアミック酸（２）をポリイミド樹脂（１）に変換する反応が充分に進行する。加熱温度
が上限値以下であれば、樹脂の熱劣化を抑制しやすい。
　加熱処理工程における加熱時間は、加熱温度によっても異なるが、０．５～２４時間が
好ましく、１～５時間がより好ましい。加熱時間が前記下限値以上であれば、ポリアミッ
ク酸（２）をポリイミド樹脂（１）に変換する反応が充分に進行する。加熱時間が前記上
限値以下であれば、切断用ブレード１０の生産性が高い。
【００３３】
（仕上げ工程）
　薄刃砥粒層１２の中央に取付孔１４を形成し、また外周端１２ｄの一部を切断加工ある
いは研削加工することにより、所定の形状に仕上げて切断用ブレード１０を得る。
　仕上げ加工の方法は、公知の方法を採用できる。
【００３４】
　以上説明した本発明の切断用ブレードの製造方法にあっては、ポリアミック酸（２）を
用いてシート成型を行うので、ブレードの厚さ精度が高く、厚さのばらつきを１０μｍ以
下にすることが可能であり、歩留まりが高い。また、加熱処理によってポリアミック酸（
２）をポリイミド樹脂（１）に変換するので、耐熱性に優れた長寿命な切断用ブレードが
得られる。
　なお、本発明の切断用ブレードの製造方法は、前記した方法には限定されない。例えば
、仕上げ工程を行わず、成型工程において取付孔１４となる孔を形成する方法であっても
よい。また、シートを重ね合わせて焼結することにより、薄刃砥粒層１２が複数積層され
た切断用ブレードを製造する方法であってもよい。
【実施例】
【００３５】
　以下、実施例によって本発明を詳細に説明するが、本発明は以下の記載によっては限定
されない。
［実施例１］
　以下の方法により、薄刃砥粒層の所定厚さを０．３ｍｍに設定して切断用ブレードを製
造した。
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　ポリアミック酸（２）溶液（商品名「コンポセランＨ８０１Ｄ」、荒川化学工業社製）
に、ニッケルコートダイヤモンド砥粒（＃１７０）と、フィラーであるＷＣ及び酸化亜鉛
とを混合し、スラリーとして樹脂組成物を得た。
　前記樹脂組成物を、ドクターブレード法により厚さ０．２５ｍｍでシート成型し、１０
０℃で１時間加熱して乾燥し、直径７０ｍｍの円形状に打ち抜いて円形薄板状の薄刃砥粒
層前駆体を得た。次いで、得られた薄刃砥粒層前駆体を、ホットプレス機により、温度２
５０℃、圧力１００ｋｇ／ｍｍ２、圧縮時間３０分の条件で圧縮成型した。次いで、圧縮
成型後の薄刃砥粒層前駆体を４００℃で２時間加熱処理し、ポリアミック酸（２）をポリ
イミド樹脂（１）に変換して薄刃砥粒層を形成した。また、内径４０ｍｍの取付孔を形成
し、最後に研削・研磨加工を施して切断用ブレードを得た。
　切断用ブレードの薄刃砥粒層は、ポリイミド樹脂（樹脂結合剤）とフィラーの合計量に
対して、ポリイミド樹脂の割合が６５体積％、ＷＣの割合が２５体積％、酸化亜鉛の割合
が１０体積％となるようにした。また、砥粒の集中度は７５とした。
【００３６】
［比較例１］
　ＤＭＡｃに、フェノール樹脂（商品名「ショウノール　ＢＲＰ５４１７」、昭和高分子
社製）と、ニッケルコートダイヤモンド砥粒（＃１７０）と、フィラーであるＷＣ及び酸
化亜鉛とを混合してスラリー化した樹脂組成物を使用して、実施例１と同様にして円形薄
板状の薄刃砥粒層前駆体を得た。その後、実施例１と同様にして圧縮成型した後、内径４
０ｍｍの取付孔を形成し、最後に研削・研磨加工を施して切断用ブレードを得た。
　切断用ブレードの薄刃砥粒層は、フェノール樹脂（樹脂結合剤）とフィラーの合計量に
対して、フェノール樹脂の割合が６５体積％、ＷＣの割合が２５体積％、酸化亜鉛の割合
が１０体積％となるようにした。また、砥粒の集中度は７５とした。
【００３７】
［比較例２］
　粉末状のポリイミド樹脂（商品名「ベスペルＳＰ－１」、デュポン社製）と、ニッケル
コートダイヤモンド砥粒（＃１７０）と、フィラーであるＷＣ及び酸化亜鉛とを混合し、
直径７０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの円形薄板状となるように焼結した後、内径４０ｍｍの取
付孔を形成し、最後に研削・研磨加工を施して切断用ブレードを得た。
　切断用ブレードの薄刃砥粒層は、ポリイミド樹脂（樹脂結合剤）とフィラーの合計量に
対して、ポリイミド樹脂の割合が６５体積％、ＷＣの割合が２５体積％、酸化亜鉛の割合
が１０体積％となるようにした。また、砥粒の集中度は７５とした。
【００３８】
［評価方法］
１．歩留まり評価
　各例について１００枚の切断用ブレードを作製し、厚さ公差を３００±１０μｍとして
厚さＮＧ品の枚数を計測した。また、厚さが３００±１０μｍの範囲であったものについ
て、平面に置いたときの厚さ方向の反り量を測定し、反り量が３００μｍ以上のものを反
りＮＧ品として計測した。合格品は、前記厚さＮＧ品の枚数と前記反りＮＧ品の枚数を１
００から差し引いた枚数とした。結果を表１に示す。
２．寿命評価
　各例の切断用ブレードの前記歩留まり評価における合格品を、切断加工装置に装着し、
被加工材としてドレスプレート（商品名「Ａ２－１」、三菱マテリアル社製）を用いて摩
耗試験を行った。具体的には、ダイサーとしてＡＷＤ－１０Ａ（東京精密社製）を使用し
、スピンドル回転数を１５０００ｒｐｍ、送り速度を１００ｍｍ／秒、冷却水の供給量を
外周面に対して０．８Ｌ／分、両方の側面に対して１．２Ｌ／分とし、５個の被加工材に
対してそれぞれ３０本の溝入れ加工（すなわち溝加工を計１５０本）を行った。そして、
加工後の切断用ブレードにおける径方向の平均摩耗量を測定した。結果を表１に示す。
【００３９】
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【表１】

【００４０】
　表１に示すように、本発明の切断用ブレードである実施例１では、歩留まりが非常に高
く、また摩耗試験における摩耗量も少なく長寿命であった。
　一方、樹脂結合剤としてフェノール樹脂を用いた比較例１の切断用ブレードは、歩留ま
りは充分に高いものの、摩耗試験における摩耗量が多く、実施例１の切断用ブレードに比
べて寿命が短かった。
　また、粉末状のポリイミド樹脂を用いて作製した切断用ブレードは、歩留まりが極めて
低く、所定の厚みを有する切断用ブレードを得ることができなかった。
【符号の説明】
【００４１】
　１０・・・切断用ブレード、１２・・・薄刃砥粒層、１４・・・取付孔、１６・・・樹
脂ボンド相、１８・・・砥粒。

【図１】

【図２】

【図３】
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